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Especificaciones técnicas
IMPLANTE COCLEAR HIRES™ ULTRA 3D



La base para una mejor audicion

El nuevo implante coclear HiRes™ Ultra 3D se ha disefiado para ofrecer todas las ventajas de
la plataforma del implante HiRes Ultra pero con una solucién para RM sin complicaciones.
Con un disefio novedoso' que permite que el montaje multiiman no se mueva en exploraciones
de RM de alta resolucion de 3 T, su paciente puede someterse a una RM sin dolor y disfrutar de

una audicion sin interrupciones.

Desarrollado con cirujanos de implantes cocleares lideres y utilizando modernos procesos de
fabricacion, el HiRes Ultra 3D con los electrodos HiFocus™ SlimJ y HiFocus™ Mid-Scala ofrece
caracteristicas Unicas disefiadas para adaptarse a la anatomia del paciente y a las preferencias
quirdrgicas a fin de lograr los mejores resultados de audicion posibles.

Implante coclear HiRes™ Ultra 3D

Electrodo HiFocus™ Mid-Scala

Electrodo HiFocus™ SlimJ Vista lateral



ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL IMPLANTE

Velocidad de actualizacién 90 kHz
de la informacion

Velocidad de estimulacion Hasta 83 000 pps (limitado por el software)

Circuitos de salida independientes 16

Bandas espectrales Hasta 120 sitios de estimulacion (limitado por el software)

Enlace de comunicacion Enlace inductivo bidireccional

Funcion de seguridad IntelliLink™ Asociacion entre implante y procesador

Diagnéstico Imagenes de respuesta neural (NRI), mediciones de impedancia, ESRT, prueba de integridad

Velocidad de muestreo de resolucion  Resolucion: 9 bits, velocidad de muestreo: 25 kHz

ADC

Amplitud y ancho de pulso 0-2040 pA 'y 10,78-229 uS

Exactitud de la impedancia 2,5 kQ

ESPECIFICACIONES DE ENTREGA DE ESTIMULACION

Estrategias HiRes Fidelity 120™ HiRes Optima*-P (pareada), HiRes Optima*-S (secuencial), ClearVoice™ *, HiRes-P con Fidelity 120™*
(pareada), HiRes-S con Fidelity 120™* (secuencial)

Estrategias de sonido HiResolution™ = HiRes-P (pareada) y HiRes-S (secuencial)

Estrategias convencionales Modos CIS y MPS

MATERIALESY DIMENSIONES DEL IMPLANTE

Carcasa de titanio Carcasa con 4,5 mm de titanio que contiene silicona

Bobina inductiva de la antena 3,6 mm de silicona en la bobina inductiva de la antena

Alojamiento 25/28,5 mm x 56,2 mm de silicona flexible

Peso 11 gramos

Volumen 4800 mm?

Montaje multi-iman Neodimio dentro de una carcasa de titanio

Bobina inductiva de telemetria Cable trenzado en oro y cable revestido de platino en silicona flexible. Reforzada con fibra de polimero
de alta densidad

Conexion a tierra 2: una conexion a tierra en carcasa y una conexion a tierra en electrodo de anillo

Valor de resistencia a los impactos Supera los requisitos de impactos especificados en EN45502-2-3:2010

Informacion del entorno presurizado  Puede soportar presion a una profundidad de hasta 42 m (138 pies) debajo del agua o una presion
manométrica de 4 ATM (413 kPa)

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS ELECTRODOS

HiFocus SlimJ HiFocus Mid-Scala
Electrodos 16 contactos de platino; cables de platino e iridio; portador flexible de silicona;
conexion a tierra integrada en el conductor
Minima area de contacto expuesta 0.12 mm? 0.12 mm?
Espacio entre los contactos 1.3 mm 0.975 mm
Longitud activa ~20 mm ~15mm
Pinzas Si Pueden utilizarse pinzas de punta fina o un instrumento similar
Herramienta de insercion - Opcional
Manos libres Si Si
Recargable - Méaximo 2
Inserciones Maximo 3 Maximo 3
Insercion recomendada Ventana redonda, ventana redonda ampliada y cocleostomia

PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS: PARA OBTENER INFORMACION ADICIONAL,
CONSULTE LAS INSTRUCCIONES DE USO (REF.) DEL SISTEMA.

Montaje multi-iman Se puede dejar colocado para exploraciones de RM de 3Ty de 1,5 T (no se necesita vendaje) o se puede
retirar con facilidad en caso necesario. Consulte el folleto sobre informacion de seguridad de RM.
Instrumentos electroquirdrgicos Puede utilizarse un cauterio monopolar fuera de la cabeza y el cuello, y uno bipolar a 1 mm del implante.

Estimulacion eléctrica extracorporal Las sondas no deben situarse por encima del implante.

Neuroestimulacién No directamente sobre el implante.
Diatermia Puede aplicarse diatermia tanto de onda corta como de onda larga de forma segura.
Radiacion 250 Gy con una intensidad del haz de 15 MeV y a una profundidad de 3 cm.

Pueden utilizarse de forma segura las técnicas de diagndstico por la imagen como las TC, las radiografias,
las mamografias, etc.

Ecografia con valor diagnéstico Se puede utilizar de forma segura.

* No aprobado para uso pediatrico en Estados Unidos.
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